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FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commiss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for standard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  q uestions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l ds.  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC  publ i shes  I n ternational  S tandards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation (s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC al so  parti cipate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ i zation  for Standard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  poss ible,  an  i n ternati ona l  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternati onal  use  and  are  accepted  by  I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsi b le  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m i s i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Comm i ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparentl y to  the  maximum  extent  poss ible  i n  the i r national  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Pub l i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  comm i ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property  d amage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct  appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some  of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
patent  ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  responsib l e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  patent  ri gh ts.  

I n ternational  Standard  I EC  60297-3-1 09  has  been  prepared  by subcommittee  48D:  
Mechan ical  structures  for e lectrical  and  e lectron ic equ ipment,  of I EC techn ical  committee  48:  
E lectrical  connectors  and  mechan ical  structures  for e lectrica l  and  e lectron ic equ ipment.  

The  text of th is  s tandard  is  based  on  the  fo l lowing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

48D/598/FDIS  48D/602/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of th is  s tandard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  ind icated  in  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/IEC  D irecti ves,  Part 2 .  
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A l i st  of a l l  parts  i n  the  I EC  60297-3  series ,  publ ished  under the  general  ti tl e  Mechanical 
structures for electrical and electronic equipment – Dimensions of mechanical structures of 
the 482, 6 mm (19 in)  series,  can  be  found  on  the  I EC  websi te.  

Fu ture  s tandards  i n  th is  series  wi l l  carry the  new general  t i t l e  as  ci ted  above.  T i tl es  of existi ng  
standards  i n  th is  series  wi l l  be  updated  at  the  time of the  next ed i ti on .  

The  committee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  unti l  
the  stabi l i ty date  ind icated  on  the  I EC websi te  under "h ttp: //webstore. iec. ch "  i n  the  data  
re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At  th is  date,  the  publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  
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INTRODUCTION  

The main  appl ications  for embedded  computing  devices  are  i n  mach ine  control ,  med ical ,  
transportation ,  aerospace  and  communication  envi ronments.  For such  appl ications  s i ng le  
board  computers  are  typi cal l y used .  

I n  order to  meet the  d i fferent envi ronmenta l  cond i tions  and  hand l ing  requ irements ,  s ing le  
board  computers  requ i re  for mechan ica l ,  thermal  and  envi ronmental  protection  by means  of 
appropriate  chass is  designs.  These  devices  curren tl y reflect a  very fragmented  s i tuation  in  
the  view of any existi ng  mechan ical  s tructures  d imensional  s tandard .  Due  to  the  l ack of 
standard ization  the  i nd ividual  so lu tions  are  real i zed  wi th  proprietary d imensions.  

The  rapid l y growing  market for s i ng le  board  computing  devices  cal ls  for d imensional  
coord ination  of chass is  and  associated  prin ted  boards ,  i n  order to  replace  proprietary 
solu tions.  Th is  standard  wi l l  establ ish  a  th ree  d imensional  gri d  of 44, 45  mm  (1 , 75  i n )  for 
chass is  and  the  associated  prin ted  boards,  wh ich  meets  best the  most frequent d imensional  
envi ronment of the  I EC  60297  series .  Once  th is  standard  i s  establ ished ,  the  des ign  and  
manufacturing  of embedded  computing  solu tions  wi l l  ga in  s ign i fican t cost  efficiency.   

 

Figure 1  – Three  d imensional  grid  for chassis  and  associated  printed  boards  
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MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRICAL AND  
ELECTRONIC EQUIPMENT – DIMENSIONS OF MECHANICAL 

STRUCTURES OF  THE 482,6  mm (1 9  in)  SERIES – 
 

Part 3-1 09:  Dimensions  of chassis  for embedded  computing  devices  
 
 
 

1  Scope 

This  part of I EC 60297  speci fies  d imensions  and  physical  properties  of chass is  and  
associated  pri n ted  boards  in  order to  provide  mechan ical  and  envi ronmental  i n tegri ty for 
embedded  computing  devices.  They are  used  i n  various  appl ications  such  as  mach ine  con trol ,  
med ical ,  transportation ,  aerospace and  te lecommunication ,  typica l l y based  on  s ing le  board  
computers .  

For the  easy defin i ti on  of the  su i table  chass is  and  associated  s i ng le  board  d imensions,  th is  
standard  i s  based  on  a  s tructural  grid  of 44, 45  mm  (1 , 75  i n ) .  

2  Normative references  

The fol l owing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normativel y referenced  i n  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i ti on  ci ted  appl ies.  For 
undated  references,  the  l atest ed i ti on  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl i es .  

I EC 60297-3-1 00,  Mechanical structures for electronic equipment – Dimensions of mechanical 
structures of the 482,6 mm (19 in)  series – Part 3-100: Basic dimensions of front panels,  
subracks,  chassis,  racks and cabinets  

I EC 60529,  Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)  

IEC 61 587-1 ,  Mechanical structures for electronic equipment – Tests for IEC 60917 and IEC 
60297 series – Part 1 :  Environmental requirements,  test set-up and safety aspects for 
cabinets,  racks,  subracks and chassis under indoor conditions  

I EC  61 587-3,  Mechanical structures for electronic equipment – Tests for IEC 60917 and IEC 
60297 – Part 3: Electromagnetic shielding performance tests for cabinets and subracks  

I EC  61 587-5,  Mechanical structures for electronic equipment – Tests for IEC 60917 and IEC 
60297 – Part 5: Seismic tests for chassis,  subracks and plug-in units  

3 Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  fo l l owing  terms  and  defin i ti ons  apply.  

3.1   
chassis  for embedded  computing  

mechan ical  s tructure  des igned  to  support  associated  electric  and  e lectron ic  components   

4 Arrangement overview 

Figure  2  i l l ustrates  a  typ ical  chassis  arrangement.  

International  Electrotechnical  Commission

 



 – 8  – I EC 60297-3-1 09: 201 5  © I EC  201 5  

 

Figure 2  – Chassis  arrangement of an  embedded  appl ication  

5 Chassis  d imensions  

The chass is  d imensions  are  based  on  a  s tructural  gri d  of 44 , 45  mm  (1 , 75  in ) .  F i gure  3  and  
F igu re  4  i l l ustrate  the  chassis  wid th ,  height and  depth  d imensions.  See  a lso  Tables  1  to  3 .  

Dimensions in  millimetres 

 

Figure 3  – Chassis  fron t d imensions  

Dimensions in  millimetres 

 

Figure 4 – Chassis  depth  d imensions  
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Table  1  – Chassis  heigh t d imensions  

Height un i ts   H1  

n  ×  U  

(n  ×  44 , 45)  

±0, 4  

1 U   

(44, 45)  43, 65  

2U   

(88, 90)  88, 1 0  

3U   

(1 33, 35)  1 32, 55  

4U   

(1 77, 80)  1 77, 00  

5U   

(222, 25)  221 , 45  

 

Table  2  – Chassis  width  d imensions  

Width  un i ts  W1  

n  ×  W 

(n  ×  44 , 45)  

±0, 4  

3W   

(1 33, 35)  1 32, 55  

4W   

(1 77, 80)  1 77, 00  

5W   

(222, 25)  221 , 45  

6W   

(266, 70)  265, 90  

7W   

(31 1 , 1 5)  31 0, 35  

8W   

(355, 60)  354, 80  

9W   

(400, 05)  399, 25  

1 0W   

(444, 50)  443, 70  
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Table  3  – Chassis  depth  d imensions  

Depth  un i ts  D1  

n  ×  D  

(n  ×  44 , 45)  

±0, 4  

3D   

(1 33, 35)  1 32, 55  

4D   

(1 77, 80)  1 77, 00  

5D   

(222, 25)  221 , 45  

6D   

(266, 70)  265, 90  

7D   

(31 1 , 1 5)  31 0, 35  

8D   

(355, 60)  354, 80  

9D   

(400, 05)  399, 25  

1 0D   

(444, 50)  443, 70  
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Annex A 
(normative)  

 
Printed  board  d imensions  

A.1  I l lustrative figure  

Figure  A. 1  i l l ustrates  the  chass is  wi th  the  associated  pri n ted  board .  

 

Figure A. 1  – Chassis  wi th  printed  board  

A.2  Maximum printed  board  d imensions  

Figure  A.2  i l l ustrates  the  maximum  wid th  and  depth  of prin ted  board  d imensions,  depend ing  
on  the  defined  chass is  d imensions.  See  a lso  Tables  A. 1  and  A. 2 .  

 

Figure A.2  – Printed  board  d imensions  
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Table  A. 1  – Prin ted  board  width  d imensions  

Width  un i ts   W2  max.  

n  ×  W 

(n  ×  44 , 45)  

 

3W  

(1 33, 35)  1 21 , 44  

4W  

(1 77, 80)  1 65, 89  

5W  

(222, 25)  21 0, 34  

6W  

(266, 70)  254, 79  

7W  

(31 1 , 1 5)  299, 24  

8W  

(355, 60)  343, 69  

9W  

(400, 05)  388, 1 4  

1 0W  

(444, 50)  432, 59  

 

Table  A.2  – Printed  board  depth  d imensions  

Depth  un i ts   D2  max.  

n  ×  D  

(n  ×  44 , 45)  

 

3D   

(1 33, 35)  1 21 , 44  

4D   

(1 77, 80)  1 65, 89  

5D   

(222, 25)  21 0, 34  

6D   

(266, 70)  254, 79  

7D   

(31 1 , 1 5)  299, 24  

8D   

(355, 60)  343, 69  

9D   

(400, 05)  388, 1 4  

1 0D   

(444, 50)  432, 59  
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Annex B  
(normative)  

 
Printed  board  d imensions  in  con junction  with  fan  cool ing  

B.1  I l lustrative figure  

Figure  B. 1  i l l ustrates  the  chass is  wi th  a  fan  un i t  and  prin ted  board .  

 

Figure  B. 1  – Chassis  wi th  fan  cool ing  

B.2  Maximum printed  board  d imensions  in  conjunction  with  fan  cool ing  

Figure  B. 2  i l l ustrates  an  example  calcu lation  for the  maximum  prin ted  board  d imensions,  
depend ing  on  the  defined  chass is  and  typical  heat d issipation  wi th  fans.  See  a lso  Table  B . 1 .  
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Dimensions in  millimetres 

 

Figure B.2  – Printed  board  d imensions  in  con junction  with  fan  cool ing ,   
example  (fan  depth  =  28,0  mm)   

IEC  

D
2
 

Cross-section  B-B  

D
1
 

W1  

28, 0  

Fan  depth  example  

Reserved  area  for 
heat  management  
wi th  fan  cool i ng  

 

Fan  un i t  

W3  max.  54, 0   

International  Electrotechnical  Commission

 



I EC 60297-3-1 09: 201 5  © I EC  201 5  – 1 5  –  

Table  B . 1  – Printed  board  width  d imensions   
in  con junction  with  fan  cool ing ,  example  (fan  depth=28,0  mm)  

Width  un i ts   W3 max.  

n  ×  W  

(n  ×  44 , 45)  

 

3W  

(1 33, 35)  67, 44  

4W  

(1 77, 80)  1 1 1 , 89  

5W  

(222, 25)  1 56, 34  

6W  

(266, 70)  200, 79  

7W  

(31 1 , 1 5)  245, 24  

8W  

(355, 60)  289, 69  

9W  

(400, 05)  334, 1 4  

1 0W  

(444, 50)  378, 59  

 

NOTE  For stand  a l one  appl i cations,  the  preferred  cool i ng  a i r fl ow d i rection  i s  s i de  to  s i de.  
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Annex C  
(normative)  

 
Chassis  mounting  options   

C.1  Type A:  Example for 1 9”  cabinet mounting  option  

Figure  C. 1  i l l ustrates  a  chassis  wi th  optional  1 9”  fl anges.  

 

Figure  C. 1  – Type  A:  Chassis  mounting  in  a  1 9”  cabinet  

C.2  Type B:  Example  for 1 9”  cabinet mounting  option  

Figure  C.2  i l l ustrates  two  chass is  wi th in  a  subrack type  mounting  support.  
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Figure C.2  – Type  B:  Chassis  mounting  in  a  1 9”  cabinet  

C.3  Type C:  Chassis  mounting  example  

Figure  C. 3  i l l ustrates  a  chass is  wi th  a  vertica l  mounting  fl ange  (for example  1 9  i nch  
compatib le  or proprietary).  

 

Figure C.3  – Type  C:  Vertical  flange  mounting   

C.4 Type D:  Chassis  mounting  option  

Figure  C.4  i l l ustrates  a  chass is  wi th  horizon tal  mounting  fl anges  (user speci fic) .  
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Figure C.4 – Type  D:  Horizontal  fl ange mounting   
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Annex D  
(normative)  

 
Environmental  tests  

D.1  Static and  dynamic load  test  

For the  proof of mechan ical  i n tegri ty the  chass is  shal l  be  tested  on  the  basis  of I EC  61 587-1  
(static l oad ,  vibration  and  shock).  

D.2  Seismic test 

I n  case  of seism ic requ i rements  the  chassis  l oaded  wi th  boards  shal l  be  tested  on  the  bas is  of 
I EC 61 587-5  (res istance  of the  mechan ical  s tructu re  against  seism ic impact).  

D.3  Electromagnetic shielding  performance test 

I n  case  of EMC requ i rements  (electromagnetic compatib i l i ty)  the  chassis  shal l  be  tested  i n  
accordance  wi th  I EC 61 587-3  (sh ie ld ing  performance  level  of the  mechan ical  des ign).  

D.4 Degrees  of protection  

I n  case  of protection  of the  equ ipment requ irements  the  chassis  sha l l  be  tested  in  accordance 
wi th  I EC 60529.  

International  Electrotechnical  Commission

 



 – 20  – I EC 60297-3-1 09: 201 5  © I EC  201 5  

Annex E  
(informative)  

 
Extended  chassis  d imensions  

E.1  General  

The defin i tion  of the  extended  chassis  areas  i s  provided  to  attach  m iscel laneous  componen ts  
such  as  e. g .  feet,  hand les,  heat  management components.  The  extended  chass is  d imensions  
are  based  on  the  s tructural  grid  of 44, 45  mm  (1 , 75  i n ) .   

E.2  I l lustrative figure  

Figure  E. 1  i l l ustrates  a  chassis  wi th  optional  accessories .  

 

Figure E. 1  – Extended  chassis  example   

E.3  Extended  chassis  d imensions  

Figure  E. 2  and  F igure  E . 3  i l l ustrate  the  extended  d imensions  for optional  accessories.  

 

Figure E.2  – Extended  chassis  – front d imensions  
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Figure  E.3  – Extended  chassis  – depth  d imensions  
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STRUCTURES MÉCANIQUES POUR ÉQUIPEMENTS  

ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES – DIMENSIONS DES  
STRUCTURES MÉCANIQUES DE LA SÉRIE  482,6  mm  (1 9  pouces)  – 

 
Partie  3-1 09:  Dimensions  des  châssis  pour  

d isposi ti fs  informatiques  intégrés  
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pou r 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questions  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  d e  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati ona les ,  des  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  accessib les  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aborati on  est  confiée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t  parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternational es ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipen t  
égal ement  aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isati on  I n ternationale  d e  Normal i sation  ( I SO),  
selon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi c iel s  d e  l ’ I EC  concernant  l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  d ans  l a  mesure  
du  possibl e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés,  étan t  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC 
i n téressés  son t  représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  rai sonnabl es  son t  en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assure  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC ne  peut  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encourager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i quer d e  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC  dans  l eurs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Pub l i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t  être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC e l l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t des  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  d e  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi ven t  s 'assurer qu ' i l s  son t  en  possess ion  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ’ I EC,  pour tou t  pré jud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lan t  de  l a  publ i cati on  ou  de  l 'u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L’ attention  est  atti rée  su r l e  fa i t  q ue  certa ins  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC peuvent fai re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r i d enti fi é  de  te l s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eu r exi stence.  

La Norme i n ternationale  I EC  60297-3-1 09  a  été  établ ie  par le  sous-com i té  48D:  Structures  
mécan iques  pour équ ipements  é lectriques  et é l ectron iques,  du  Com i té  d 'études  48  de  l ' I EC:  
Connecteurs  électriques  et structures  mécan iques  pour l es  équ ipements  électriques  et 
é lectron iques.  
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Le  texte  de  cette  norme est  i ssu  des  documents  su ivants:  

FDIS  Rapport  de  vote  

48D/598/FDIS  48D/602/RVD  

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayant  
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D irectives  I SO/I EC,  Partie  2 .  

Une  l i ste  de  tou tes  les  parties  de  l a  série  I EC  60297-3,  publ i ées  sous  l e  ti tre  général  
Structures mécaniques pour équipements électriques et électroniques – Dimensions des 
structures mécaniques de la  série  482, 6 mm (19 pouces) ,  peut être  consu l tée  sur l e  s i te  web  
de  l ' I EC.  

Les  fu tures  normes  de  cette  série  porteron t dorénavant l e  nouveau  ti tre  général  ci té  ci -
dessus.  Le  ti tre  des  normes  existant déjà  dans  cette  série  sera  m is  à  j our l ors  de  l a  prochaine  
éd i tion .  

Le  com ité  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ i cation  ne  sera  pas  mod i fié  avant l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC sous  "h ttp: //webstore. iec. ch "  dans  les  données  
re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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INTRODUCTION  

Les  d isposi ti fs  i n formatiques  i n tégrés  son t pri ncipalement u ti l i sés  dans  l es  envi ronnements  de  
commande des  mach ines,  de  l a  santé,  des  transports,  de  l 'aérospatia l  et  des  
communications.  Pour de  te l les  appl ications,  des  ord inateurs  monocartes  sont généralement 
u ti l i sés.  

Afin  de  satisfa i re  aux d i fférentes  cond i tions  envi ronnementales  et  aux exigences  de  
manutention ,  l es  ord inateurs  monocartes  exigen t une  protection  mécan ique,  therm ique  et 
envi ronnementale,  assurée  par des  châss is  conçus  spécia lement à  cet effet.  Ces  d ispos i ti fs  
reflètent à  l ' heure  actuel l e  des  cas  très  variés  en  termes  de  normes  pour l es  d imensions  des  
structu res  mécan iques.  En  ra ison  d 'un  manque  de  normal isation ,  d i fférentes  solu tions  
i nd ividuel les  son t m ises  en  œuvre,  chacune  avec des  d imensions  spéci fiques.  

Le  marché  en  p le in  essor des  d ispos i ti fs  i n formatiques  monocartes  demande une  coord ination  
des  d imensions  des  châss is  et  des  cartes  imprimées  associées  afi n  de  remplacer l es  
solu tions  propriétai res.  La  présente  norme établ i ra  une  gri l l e  trid imensionnel le  de  44, 45  mm  
(1 , 75  pouce)  pour l es  châssis  et l es  cartes  imprimées  associées,  afi n  de  satisfai re  au  m ieux à  
l 'envi ronnement d imensionnel  le  pl us  fréquent de  l a  série  I EC  60297.  Une  fois  l a  présente  
norme établ i e,  la  conception  et l a  fabrication  de  systèmes  i n formatiques  in tégrés  deviendron t 
beaucoup p lus  ren tables.  

 

Figure 1  – Gri l le  trid imensionnel le  pour châssis  et cartes  imprimées  associées  
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STRUCTURES MÉCANIQUES POUR ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES – DIMENSIONS DES  

STRUCTURES MÉCANIQUES DE LA SÉRIE  482,6  mm  (1 9  pouces)  – 
 

Partie  3-1 09:  Dimensions  des  châssis  pour  
d isposi ti fs  informatiques  intégrés  

 
 
 

1  Domaine d 'appl ication  

La présente  Partie  de  l ' I EC  60297  spéci fie  l es  d imensions  et l es  propriétés  phys iques  des  
châss is  et  des  cartes  imprimées  associées,  afin  de  garanti r l ' in tégri té  mécan ique  et  
environnementale  des  d i sposi ti fs  i n formatiques  i n tégrés.  Ces  dern iers  son t u ti l i sés  dans  de  
nombreuses  appl ications,  notamment pour commander des  mach ines  dans  l es  
environnements  de  la  santé,  des  transports ,  de  l 'aérospatial  et  des  commun ications.  I l  s 'ag i t  
généralement d 'ord i nateu rs  monocartes.  

Pour faci l i ter la  défin i tion  des  d imensions  adaptées  des  châss is  et  cartes  imprimées  
associées,  l a  présen te  norme se  base  sur une  gri l le  structurel le  de  44,45  mm  (1 , 75  pouce).  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent document et  son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’ éd i ti on  ci tée  s ’appl i que.  Pour l es  références  non  datées,  la  
dern ière  éd i ti on  du  document de  référence  s ’appl ique  (y compris  l es  éventuels  
amendements).  

I EC 60297-3-1 00,  Structures mécaniques pour équipements électroniques – Dimensions des 
structures mécaniques de la  série  482, 6 mm (19 pouces)  – Partie  3-100: Dimensions de base  
des panneaux avant,  des bacs,  des châssis,  des bâtis et des baies 

IEC 60529,  Degrés de  protection procurés par les enveloppes (Code IP)  

IEC 61 587-1 ,  Structures mécaniques pour équipement électronique – Essais pour les séries 
CEI 60917 et CEI 60297 – Partie 1 :  Exigences environnementales,  montage d'essai et 
aspects de la  sécurité des baies,  bâtis,  bacs à  cartes et châssis dans des conditions 
d'intérieur 

IEC 61 587-3,  Structures mécaniques pour équipement électronique – Essais pour les séries 
CEI 60917 et CEI 60297 – Partie  3:  Essais de performances du blindage électromagnétique 
pour les baies et les bacs à  cartes 

I EC 61 587-5,  Structures mécaniques pour équipement électronique – Essais pour les séries 
CEI 60917 et CEI 60297 – Partie 5:  Essais sismiques pour châssis,  bacs et unités enfichables  

3 Termes et défin i tions  

Pour les  besoins  du  présent document,  l es  termes  et défi n i tions  su ivan ts  s 'appl iquen t.  
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3.1   
châssis  pour système informatique  in tégré  
structu re  mécan ique  conçue pour prendre  en  charge  des  composan ts  é lectriques  et  
é lectron iques  associés  

4 Vue d 'ensemble de  la  d isposi tion  

La  F igure  2  présente  une  d isposi tion  de  châssis  type.  

 

Figure 2  – Disposition  d 'un  châssis  dans  une  appl ication  in tégrée  

5 Dimensions  du  châssis  

Les  d imensions  du  châssis  sont défi n ies  à  parti r d 'une  gri l le  structure l l e  de  44, 45  mm  
(1 , 75  pouce).  La  F igure  3  et l a  F i gure  4  présentent l es  d imensions  de  largeur,  de  hauteur et 
de  profondeur du  châss is .  Voi r auss i  les  Tableaux 1  à  3 .  

Dimensions en millimètres 

 

Figure  3  – Dimensions  de  l 'avant  du  châssis  
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Dimensions en millimètres 

 

Figure 4 – Dimensions  de  profondeur du  châssis  

Tableau  1  – Dimensions  de  hauteur du  châssis  

Uni tés  de  hauteur  H1  

n  ×  U  
(n  ×  44 , 45)  

±0, 4  

1 U   

(44 , 45)  43, 65  

2U   

(88, 90)  88, 1 0  

3U   

(1 33, 35)  1 32 , 55  

4U   

(1 77, 80)  1 77, 00  

5U   

(222, 25)  221 , 45  

 

IEC  

Vue  A 

D1  

n  x 44, 45  
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Tableau  2  – Dimensions  de  l argeur du  châssis  

Uni tés  de  l argeur  W1  

n  ×  W 
(n ×  44, 45)  

±0, 4  

3W  

(1 33, 35)  1 32, 55  

4W  

(1 77, 80)  1 77, 00  

5W  

(222, 25)  221 , 45  

6W  

(266, 70)  265, 90  

7W  

(31 1 , 1 5)  31 0, 35  

8W  

(355, 60)  354, 80  

9W  

(400, 05)  399, 25  

1 0W  

(444, 50)  443, 70  

 

Tableau  3  – Dimensions  de  profondeur du  châssis  

Uni tés  de  profondeur D1  

n  ×  D  
(n ×  44, 45)  

±0, 4  

3D   

(1 33, 35)  1 32, 55  

4D   

(1 77, 80)  1 77, 00  

5D   

(222, 25)  221 , 45  

6D   

(266, 70)  265, 90  

7D   

(31 1 , 1 5)  31 0, 35  

8D   

(355, 60)  354, 80  

9D   

(400, 05)  399, 25  

1 0D   

(444, 50)  443, 70  
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Annexe A 
(normative)  

 
Dimensions  de  la  carte  imprimée  

A.1  Figure de  présentation  

La  F igure  A. 1  présente  l e  châss is  et  l a  carte  imprimée associée.  

 

Figure A. 1  – Châssis  et carte  imprimée associée  

A.2  Dimensions  maximales  de  la  carte  imprimée  

La Figure  A. 2  présente  l es  d imensions  maximales  de  l argeur et de  profondeur de  l a  carte  
imprimée,  en  fonction  des  d imensions  du  châssis  défi n i .  Voir auss i  l e  Tableau  A. 1  et  l e  
Tableau  A. 2 .  

 

Figure A.2  – Dimensions  de  l a  carte  imprimée  
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Tableau  A. 1  – Dimensions  de  l argeur de  l a  carte  imprimée  

Uni tés  de  l argeur  W2  max.  

n  ×  W 
(n ×  44, 45)  

 

3W  

(1 33, 35)  1 21 , 44  

4W  

(1 77, 80)  1 65, 89  

5W  

(222, 25)  21 0, 34  

6W  

(266, 70)  254, 79  

7W  

(31 1 , 1 5)  299, 24  

8W  

(355, 60)  343, 69  

9W  

(400, 05)  388, 1 4  

1 0W  

(444, 50)  432, 59  

 

Tableau  A.2  – Dimensions  de  profondeur de  l a  carte  imprimée  

Uni tés  de  profondeur D2  max.  

n  ×  D  
(n ×  44, 45)  

 

3D   

(1 33, 35)  1 21 , 44  

4D   

(1 77, 80)  1 65, 89  

5D   

(222, 25)  21 0, 34  

6D   

(266, 70)  254, 79  

7D   

(31 1 , 1 5)  299, 24  

8D   

(355, 60)  343, 69  

9D   

(400, 05)  388, 1 4  

1 0D   

(444, 50)  432, 59  
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Annexe B  
(normative)  

 
Dimensions  de  la  carte  imprimée associée   

à  un  venti lateur de  refroidissement 

B.1  Figure de  présentation  

La  F igure  B . 1  présente  l e  châss is  avec un  ven ti l ateur et  u ne  carte  imprimée.  

 

Figure B. 1  – Châssis  avec venti lateur de  refroid issement  

B.2  Dimensions  maximales  de  la  carte  imprimée associée  à  un  venti lateur de  
refroidissement 

La F igure  B. 2  présen te  un  exemple  de  calcu l  des  d imensions  maximales  de  l a  carte  imprimée,  
en  fonction  du  châss is  défi n i  e t de  sa  d iss ipation  therm ique  type  en  présence  de  venti la teurs .  
Voi r auss i  l e  Tableau  B. 1 .  

IEC  
W1  

Châss is  Carte  imprimée  

H
1
 

B B  

Venti l ateur type  

En trée  d 'ai r/sorti e  
d 'a i r 
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Dimensions en millimètres 

 

Figure B.2  – Exemple  de  d imensions  de  l a  carte  imprimée  associée   
à  un  venti lateur de  refroid issement (profondeur du  venti lateur =  28,0  mm)  
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Zone  réservée  à  l a  
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Venti l ateur 

W3  max.  54, 0   

Section  transversale  B-B  
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Tableau  B.1  – Exemple  de  d imensions  de  l argeur de  l a  carte  imprimée  associée   
à  un  venti lateur de  refroid issement (profondeur de  venti lateur =  28,0  mm)  

Uni tés  de  l argeur  W3 max.  

n ×  W  
(n  ×  44 , 45)  

 

3W  

(1 33, 35)  67, 44  

4W  

(1 77, 80)  1 1 1 , 89  

5W  

(222, 25)  1 56, 34  

6W  

(266, 70)  200, 79  

7W  

(31 1 , 1 5)  245, 24  

8W  

(355, 60)  289, 69  

9W  

(400, 05)  334, 1 4  

1 0W  

(444, 50)  378, 59  

 

NOTE  Pour l es  appl i cati ons  au tonomes,  l a  d i rection  préféren tie l l e  d u  débi t  d 'a i r de  refroid i ssement est  l atéral e.  

International  Electrotechnical  Commission

 



 – 36  – I EC 60297-3-1 09: 201 5  © I EC  201 5  

Annexe C  
(normative)  

 
Options  de  montage de  châssis  

C.1  Type A:  Exemple  d 'option  de  montage d 'une baie  de  1 9  pouces  

La  F igure  C. 1  présente  un  châssis  avec bri des  de  1 9  pouces  en  option .  

 

Figure C. 1  – Type  A:  Montage  de  châssis  dans  une  baie  de  1 9  pouces  

C.2  Type B:  Exemple d 'option  de  montage d 'une baie  de  1 9  pouces  

La  F igure  C.2  présente  deux châssis  au  sein  d 'un  support  de  montage  de  type  bac à  cartes.  
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W1 =443, 70  (voi r l e  Tableau  2)  
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Voi r l ' I EC  60297-3-1 00  
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Figure C.2  – Type  B:  Montage  de  châssis  dans  une  baie  de  1 9  pouces  

C.3  Type C:  Exemple de  montage de  châssis  

La Figure  C. 3  présente  un  châssis  équ ipé  d 'une  bride  verticale  de  mon tage  (par exemple,  
compatib le  avec la  d imension  de  1 9  pouces  ou  propriétai re) .  

 

Figure C.3  – Type  C:  Montage  avec bride  verticale  

C.4 Type D:  Option  de  montage de  châssis  

La  F igure  C. 4  représente  un  châssis  équ ipé  de  bri des  horizon ta les  de  montage  (spéci fi ques  à  
l 'u ti l i sateur).  
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Figure  C.4 – Type  D:  Montage  avec brides  horizontales  
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Annexe D  
(normative)  

 
Essais  d 'environnement 

D.1  Essai  de  charge statique et dynamique  

Pour véri fi er l ' i n tégri té  mécan ique,  le  châssis  doi t être  soum is  à  un  essai  conforme à  
l ' I EC  61 587-1  (charge  stati que,  vibrations  et chocs).  

D.2  Essai  s ismique  

En  cas  d 'exigences  s ism iques,  le  châss is  chargé  avec des  cartes  doi t ê tre  soum is  à  un  essai  
conforme à  l ' I EC 61 587-5  (rés istance  de  l a  s tructu re  mécan ique  aux chocs  s ism iques).  

D.3  Essai  de  performances  du  bl indage électromagnétique  

En  cas  d 'exigences  CEM  (compatib i l i té  é lectromagnétique),  l e  châss is  doi t être  soum is  à  un  
essai  conforme à  l ' I EC  61 587-3  (n iveau  de  performances  de  b l i ndage  de  l a  conception  
mécan ique).  

D.4 Degrés  de  protection  

En  cas  d 'exigences  de  protection  de  l 'équ ipement,  l e  châssis  doi t  être  soum is  à  un  essai  
conforme à  l ' I EC 60529.  
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Annexe E  
(informative)  

 
Dimensions  du  châssis  étendu  

E.1  Général i tés  

La défin i ti on  des  zones  du  châss is  étendu  est fourn ie  pour l e  montage  de  d i vers  composants ,  
notamment des  p ieds,  des  poignées  ou  des  composants  de  gestion  de  la  chaleur.  Les  
d imensions  du  châss is  étendu  sont défin ies  à  parti r d 'une  gri l l e  structurel le  de  44, 45  mm  
(1 , 75  pouce).  

E.2  Figure de  présentation  

La  F igure  E . 1  présente  un  châssis  avec des  accessoi res  en  option .  

 

Figure E. 1  – Exemple  de  châssis  étendu  

E.3  Dimensions  du  châssis  étendu  

La F igure  E . 2  et  l a  F i gu re  E .3  présenten t l es  d imensions  étendues  pour l es  accessoi res  en  
option .  

 

Figure E.2  – Châssis  étendu  – Dimensions  de  l 'avant  
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Figure E.3  – Châssis  étendu  – Dimensions  de  profondeur 

 

 

___________ 

IEC  

Vue  C  

n  x 44, 45  

D1  

International  Electrotechnical  Commission

 



 

 

International  Electrotechnical  Commission

 



International  Electrotechnical  Commission

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTERNATIONAL 

ELECTROTECHNICAL 

COMMISSION 

 

3,  rue de Varembé 

PO Box 1 31  

CH-1 21 1  Geneva 20 

Switzerland  

 

Tel:  +  41  22 91 9 02 1 1  

Fax:  +  41  22 91 9 03 00 

info@iec.ch  

www.iec.ch  

International  Electrotechnical  Commission

 


